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SiC、GaN、ダイヤモンド、酸化ガリウムを材料とした
パワー半導体の特長と最新の研究を詳解！
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　4章　Ga2O3(酸化ガリウム)パワー半導体
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◆開発の第一線で活躍する研究者がパワー半導体の最新動向を解説！ 
◆実用化に向けて課題となる実装、信頼性、EMC 問題についても紹介！
◆電動自動車、電車、エアコン、超高電圧機器などへの適用も解説！
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